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投资策略 

 “科创板八条”“并购六条”等一些列监管政策频出，“科技+并购”主线成为市场关注重点。我们认为，上市公司有

望通过并购实现外延扩张，增强主营业务，进一步提升核心竞争力。从产业演进角度，“硬科技”领域的并购重组将推

动产业链整合，有利于提升行业集中度，促进创新技术的发展。 

 在当前IPO节奏放缓的背景下，并购重组为科技企业提供了新的上市渠道，这一趋势值得投资者关注。受IPO市场的阶段

性收紧影响，部分拟 IPO企业考虑转向并购赛道，从而使并购重组市场活跃度上升。我们认为，在本轮科创板IPO节奏

放缓的背景下，并购重组为部分一级市场投资者提供了合理的退出渠道，而优质半导体企业将通过并购重组实现快速上

市，从而整合产业链资源、提升市场竞争力。 

 24年9月，“并购六条”发布后，半导体指数显著跑赢大盘，我们认为，半导体产业上市公司将积极进行并购重组，加

强产业链协同效应及平台型企业快速成长，半导体行业有望受益此轮并购带来的投资机遇。 
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